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Abstract (Basic) : DE 19727632 A 

The component provides bidirectional optical data transmission 
using an emitter chip for transmitting IR signals, a detector chip for 
receiving IR signals, an integrated amplifier circuit and an optical 
system (2) , contained within a component housing (3) . The emitter chip 
and the detector chip are positioned on the integrated amplifier 
circuit, concentric to the optical axis of the optical system, with the 
emitter chip positioned above the detector chip, which has a larger 
surface area. 

USE - For point-to-point IR data transmission, e.g. for IrDA 
(Infrared Data Association) standard. 

ADVANTAGE - Reduced overall size and cost. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
® Bauteil zur optischen Datenubertragung 

(§) Bauteil zur gerichteten, bidirektionalen optischen Da- 
tenubertragung, bei dem in einem ein- oder mehrteiligen 
Gehause als Bauteile ein Emitterchip zum Aussenden von 
IR-Strahlen, ein Detektorchtp zum Empfangen von IR- 
Strahlen, ein integrterter Schaltkreis zum Verstarken der 
Sende- und Empfangsleistung und ein optisches System 
mit einer optischen Achse zur Bundelung der ausgesen- 
deten und empfangenen Strahlen angeordnet sind. Kenn- 
zeichnend ist, daft das Detektorchip und der Emitterchip 
konzentrisch zur optischen Achse des optischen Systems 
aufeinander und auf dem integrierten Schaltkreis ange- 
ordnet sind. 
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Bcschrcibung 

Die Erfindung bclrifft ein Bauteil zur gerichtelen, bidirek- 
tionalcn optischen Datenubertragung nach dcm Obcrbcgriff 
des Patenlanspruchs 1 . 5 

Einc solchc Anordnung, auch als Transceiver (aus Trans- 
mitter und Receiver) bczcichnet, wird zur Datenubertragung 
fur IrDA-Anwcndungcn zum Einsatz gebracht. Zur Daten- 
ubertragung mitiels cincr optischen Punki-zu-Punkt-Uber- 
tragungssirecke wurdc der IrDA (Infrared Data Associaton) 10 
Standard entwickelt. Beispielsweise sind von dcr Firma TE- 
MIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH unter der Be- 
zeichnung TFDS 3000 beziehungsweise TFDS 6000 inte- 
grierle Transceiver-Bauteile crhaltlich, die dem IrDA-Stan- 
dard entsprechen. 15 

Hierbei sind nach dcm Stand der Technik in einem ge- 
meinsamen Gehause eines Transceivers ein Infrarotsender 
(Emitter), ein Infrarotempfanger (Detektor) und ein inte- 
grierter Schaltkreis zur Signalaufbereitung angeordnet. Eine 
Oberflachenseite des Transceiver-Bauteils weist zwei ne- 20 
beneinanderliegende, linsenformige Ausformungen auf, in 
deren Brennpunkt sich jeweils der Sender und der Empfan- 
ger befinden. Diese optischen Systeme sind notwendig, um 
die im IrDA-Standard geforderte gerichtete Signalabstrah- 
lung des Senders und die gerichtete Empfindlichkeit des 25 
Empfangers zu erzielen. 

Derartige Transceiver weisen den Nachteil auf, daB auf- 
grund der nebeneinanderliegenden Anordnung von Sender 
und Empfanger jeweils ein eigenes optisches System not- 
wendig ist, um die geforderte gerichtete Signalabstrahluhg 30 
des Senders und die gerichtete Empfindlichkeit des Empfan- 
gers zu erzielen. Das verursacht hone Materialkosten, und 
die Dimensionen des Transceiver-Bauteils fallen relativ 
groB aus. 

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, ein Bauteil anzuge- 35 
b n, dessen Dimensionen weitaus geringer ausfallen, so daB 
Materialkosten und Platzaufwand verringert werden. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Bauteil zur gerichte- 
ten, bidirektionalen optischen Datenubertragung, bei dem in 
inem ein- oder mehrteiligen Gehause als Bauteile ein Emit- 40 
terchip zum Aussenden von IR-Strahlen, ein Detektorchip 
zum Empfjangen von IR-Strahlen, ein integrierter Schalt- 
kreis zum Verstarken der Sende- und Empfangsleistung und 
ein optisches System mil einer optischen Achse zur Bunde- 
lung der ausgesendeten und empfangenen Strahlen angeord- 45 
net sind. Kennzeichnend ist, daB das Detektorchip und der 
Emitterchip konzentrisch zur optischen Achse des optischen 
Systems aufeinander und auf dem integrierten Schaltkreis 
angeordnet sind. 

Die Vorteile der Erfindung liegen darin, daB fiir Sender 50 
und Empfanger ein gemeinsames optisches System verwen- 
det werden kann, wodurch die Dimensionen des Bauteils er- 
heblich verringert und Materialkosten eingespart werden. 
Zudem verringert sich durch kurzere Bonddrahte die Stor- 
empfindlichkeit des Bauteils. 55 

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
in den weitercn Unteranspruchen beschrieben. 

Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind nachste- 
hend ausfuhrlich erlautert und anhand der Figurcn darge- 
stelll. 60 

Eszcigen 

Fig. 1 cin crfindungsgcmaBcr Transceiver in Sciicnan- 
sichl, 

Fig. 2 dcr Transceiver nach Fig. la in aufgcschniitcncr 
Darstcllung, 65 

Fig. 3 cin Transceiver nach dcm Stand dcr Technik in pcr- 
spcklivischcr Darsicllung. 

Die Fig. 1 und 2 zeigen cincn Transceiver 1 mil cincr 



Linse 2 als optisches System, einem beispielsweise aus * 
thermo- oder duroplastischer und fur IR-Strahlen transpa- 
renter VerguBmasse bestehenden Gehause 3 und AnschluB- 
beinchen 4, die als Teil eines mclallenen Streifentragers 5 
nach auBen gefuhrt sind. Hierbei ist das AnschluBbeinchcn 
4a (GND) mit dcm Bezugspotential verbunden, das An- 
schluBbeinchen 4b (Vcc) mit der Versorgungsspannung, das 
AnschluBbeinchen 4c (RXD) mil dem Dateneingang und 
das AnschluBbeinchen 4d (TXD) mit dcm Datcnausgang ei- 
ner (nicht dargestelllen) Treiberschaltung. 

Auf dem Trager 5 ist ein integrierter Schaltkreis 6 befe- 
stigt, der zur Verstarkung der Signale dient und der Pads 7 
zur Kontaktierung auf weist. Uber eine Ruckseilenkoniaktie- 
rung ist der integrierte Schaltkreis 6 mil dem MasseanschluB 
4a (GND) verbunden. Auf dem integrierten Schaltkreis 6 ist 
eine Photo-PIN-Diode als Empfanger- oder Detektorchip 8 
angeordnet, die ebenfalls zur Kontaktierung Pads 9 auf- 
weist. Bei dieser Photo-PIN-Diode handell es sich um ein 
spezielles IrDA-Produkt, das aber mit einer fur Photo-PIN- 
Dioden ublichen Technologie hergestellt ist. Um den Vor- 
gang der spateren Kontakuerung zu erleichtern, sind die 
Pads 9 vorzugsweise auf der Vorderseite, d. h. auf der den zu 
empfangenden IR-Strahlen zugewandten Seite, angeordnet. 
Die Oberflache des Detektorchips 8 weist eine bis zu seiner 
auBeren Begrenzung verlaufende Metallisierung lib auf, 
die als Montageflache und Ruckseitenkontakt fur ein Sen- 
der- oder Emitterchip 10 und als AnschluBpad dient. 

Auf das Detektorchip 9 ist konzentrisch das Sender- oder 
.Emitterchip 10 aufgeklebt, bei dem es «ich. prinzipiell um 
eine bekannte Infrarot-Sendediode handelt. Zur Kontaktie- 
rung ist eine im Zentrum des Emitterchips 10 angeordnete 
Kontaktflache 11a und das mittels einer leitenden Verbin- 
dung (Metallisierung) herausgefuhrte AnschluBpad 1 lb vor- 
handen. 

Die Flache des integrierten Schaltkreises 6 ist groBer als 
die Flache des Detektorchips 8, dessen Flache wiederum 
groBer ist als die Flache des Emitterchips 10. Zur Signal- 
ubertragung erfolgt die Kontaktierung zwischen den einzel- 
nen AnschluBpads 7, 9, 11a bzw. lib untereinander oder zu 
den Anschlussen 4b, 4c bzw. 4d auf bekannte Art und Weise 
mittels Bonddrahten 12, die aus Gold, Aluminium oder ei- 
ner gut leitfahigen Legierung bestehen. 

Zur Befestigung des integrierten Schaltkreises 6 auf dem 
Trager 5, des Detektorchips 8 auf dem integrierten Schalt- 
kreis 6 und des Emitterchips 10 auf dem Detektorchip 8 
wird beispielsweise Polymidkleber, Lot, Kunststofflot oder 
ein anderer ublicher Kunststoffkleber verwendet. Um zu ge- 
wahrleisten, daB das Emitterchip 10 leitend auf dem Detekt- 
orchip 8 befestigt ist, konnen dabei fiir die einzelnen Kle- 
bungen jeweils verschiedene Klebstoffe oder Lote Verwen- 
dung finden. Die Verbindung zwischen dem integrierten 
Schaltkreis 6 und dem Detektorchip 8 kann leitfahig oder 
nicht leitfahig sein, wobei der nicht leitfahigen Verbindung 
der Vorzug zu geben ist. 

Das optische System 2, bei dem es sich im einfachsten 
Fall um eine Kunststofflinse handelt, isi derart ausgestaltel, 
daB sowohl vom Emitterchip 10 ausgehende Strahlung opti- 
mal abgestrahlt wird, als auch einfallende Strahlung optimal 
auf das Detektorchip 8 gelenkt wird. Ermoglichl wird dies 
dadurch, daB Detektorchip 8 und Emitterchip 10 nicht wie 
bisher ncbencinander, sondern ubereinander angeordnet 
sind. Dadurch ist cs moglich, gegeniiber dcm Stand dcr 
Technik, bei dcm jeweils fiir Emitter und Detektor cin cig- 
ncs optisches System vcrwcndci werden muB cin optisches 
System cinzusparcn und die Brcilc des Transceivers 1 ungc- 
fahr zu halbicrcn. 

Die Fig. 3 zcigi cincn Transceiver 1' nach dcm Stand dcr 
Technik. Da (dcr nicht sichtbarc) Dclcklorchip und (dcr 
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ebcn falls nicht sichlbare) Emittcrchip ncbcneinandcr angc- 
ordnet sind, isl jcweils fur den Emillcrchip und den Detckt- 
orchip eine cigenc Linsc 2' bzw. 2 M notwendig. Dadurch und 
daB die AnschlUsse 4 von Dcicklor und Emitter getrehnt her- 
ausgefiihrt sind, vergrdBert sich der Transceiver 1* gegen- 5 
uber der erfindungsgemaBcn Anordnung auf ungefahr die 
doppelte Brcite. 

Patcntanspriichc 

10 

1. Bauteil zur gerichtetcn, bidirekiionalen optischen 
Datenubertragung, bei dem in cinem ein- oder mehrtei- 
ligen Gehause (3) als Bauteile ein Emitterchip (10) 
zum Aussenden von IR-Strahlcn, ein Detektorchip (8) 
zum Empfangen von IR-Strahlen, ein integrierter 15 
Schallkreis (6) zum Verstarken der Sende- und Emp- 
fangsleistung und ein optisches System (2) mil einer 
optischen Achse zur Bundelung der ausgesendeten und 
empfangenen Strahlen angeordnet sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Detektorchip (8) und der Emit- 20 
terchip (10) konzentrisch zur optischen Achse des opti- 
schen Systems (2) aufeinander und auf dem integrier- 
ten Schaltkreis (6) angeordnet sind. 

2. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Emitterchip (10) als oberstes Bauteil angeord- 25 
net ist. 

3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Flache des integrierten Schaltkreises 

(6) groBer als die Flache des Detektorchips (8) und die . 
Flache des Detektorchips (8) groBer als die Flache des -30 
Emitterchips (10) ist. 

4. Bauteil nach Anspruch 1 , 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Oberflache des Detektorchips (8) in 
ihrem Zenlrum eine Metallisierung (11a, lib) aufweist, 
die als Montageflache (lib) fur das Emitterchip (10) 35 
dient. 

5. Bauteil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Metallisierung (lib) auf dem Detektorchip (8) 
als AnschluBpad fur einen Bonddraht (12) dient. 

6. Bauteil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 40 
daB der Emitterchip (10) eine Ruckseitenmetallisie- 
rung aufweist, die mittels Lot oder leitfahigem Kleber 

in Kontakt mit der Montageflache (lib) steht. 

7. Bauteil nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB Bonddrahte (12) zwi- 45 
schen den AnschluBpads (7) des integrierten Schalt- 
kreises (6) und den AnschluBpads (9) des Detektor- 
chips (8), zwischen den AnschluBpads (7) des inte- 
grierten Schaltkreises (6) und der Metallisierung (lib) 
auf dem Detektorchip (8), zwischen den AnschluBpads 50 

(7) des integrierten Schaltkreises (6) und den An- 
schluBbeinchen (4) und/oder zwischen dem AnschluB- 
pad (11a) des Emitterchips (10) und den AnschluBbein- 
chen (4) angeordnet sind. 

8. Bauteil nach einem der vorangehenden Anspriiche, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bauteile (6, 8. 10) auf 
einem Trager (5) monticrt sind. 

9. Bauteil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB es sich bci tfcm Trager (5) urn einen mclallischcn 
Streifcntragcr handcll. 60 

10. Bauteil nach cincm der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Gchausc (3) aus 
einer thcrmo- oder duroplaslischcn und fiir IR-Strahlen 
transparcntcn VcrguBmassc bcstchl. 
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